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SB97 系列产品规格书

Product Specification

产品型号：L-BTMSB97-G3PC4(陶瓷天线)

L-BTMSB97-G0NN4(外置天线)

文件版本：Rev01
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第1章 概述
SB97 ‰ ᴆ ԍ NORDIC ᵞⱳ SOC nRF52 ↓ ѿ

Ȃ ̕ Ȃ֟ ΐ

ⱳ ᵞȁᵣ ȁ ⱬ Ȃ

1-1

L-BTMSB97-G3PC4 ̆ Ҍ ᴆ

L-BTMSB97-G0NN4 ̆ Ҍ ᴆ

L-BTMSB97-G3PC4-01 ̆ ᴆ

1.1 SB97 模块
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第2章 规格参数
2-1 ֟

Һ
ṿ ṿ

̂Ṽ -0.3 3.9

IO ̂Ṽ -0.3 VDD+0.3 Ҍ 3.9

Ữ ̂Ņ̃ -40 +125

ᵬ ̂Ņ̃

-40 +85

+85 +105

̆

4.4

ᴪ

(MSL) 1

VESD

Electrostatic

discharge(ESD)

performance

Human Body Model(HBM),CLASS 2 3000V

Charged Device Model(CDM) 1000V

FLASH 10000
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第3章 硬件布局及接口说明

3.1 模块内部方框图以及实物尺寸图
1、模块内部方框示意图如下：

3-1 SB97 ↓

2、SB97 模组尺寸图：

3-2 SB97 ↓

̔ŵ Ҭ Ὲ GB/T1804-m ‰

Ŷ Ҭ ᵝ ŵŵ
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3、SB97 模组实物图
Ҋ

陶瓷天线模组正面 外置天线模组正面

正面ᇎ⢙ྲл
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14 P0.07 I/O

15 P0.06 I/O

16 P0.05/AIN3 I/O ̆ADC

17 GND

18 ANT
ֽ ̆ ᶏ̆

҉ π
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第 4 章 应用说明

4.1 天线设计指南(针对SB97外置天线模组版本)
ᶏ ̆ ҉ ȂҊ ׆

ANT ₮ ⌠ ̆ Ḡ 50Ω └Ȃ

̆Ҍ ̆Ҍ Ȃ GND Ȃ

ῒҬ C3 ᶏ 220pF 0R C̆1 C2 Ạ

Ȃ

4-1

-11 1, Ҭ0, ̆, ₮R 2 ẠD� ˈF� ˈ D� 㓯D् � � 1 5�् F � 5 1S

् D�5 1 �
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H=1.0mm̆W=1.0mm̆D=0.254mm̂ ̃

H=1.2mm̆W=1.0mm̆D=0.2mm̂ ̃

H=1.6mm̆W=1.0mm̆D=0.2mm ̂ ̃

̂ ≠ ̃

4.2 底板布局注意事项
‪ Ȃ‪ ῤ

̂҉Ҋ ̃Ȃ ῤ̆ ᶷ ̆Ҍ

̂ ῒ ̃̆ Ҍ ᴆ Ḡ̆ ‪ ץ̆ Ȃ

№ ᾧ ᵣ ̆ №ҍ

10mm )҉ץ ᴆᾛ )Ȃ ̔ ̂ ̃ȁ ȁ

ȁ ȁ ȁ ȁ Ҝ ȁCPUȁLCDȁ ȁ ȁ

Ἕ ȁ֟ ῤ Ḥ ȁ ȁ Ȃ

ŵSB97 ̔

PCB ҩ PCB , PCB Ḡ 30mm ̆

Ҍ ȁ ȁ ᾝ ᴆ̕ ̆ ҍ ӊ

̆ ᾧ ֜ Ȃ

Ҋ ҉Ҋ Ҍ ᴆ̆

҉ ̆ № Ȃ

4-3 SB97

ŶSB97 ̔

SB97 ҉ ̆ ԅ╠ ⌠

̆ ̆ ₃Ӎ Ạץ ̆ᵖ BOTTOM
ԍ ̆ Ạ Ȃ

SB97 Bottom ̔

̆

ץ ҹ‰ ҉

Ҍ ̆

Ạ

̆ ̆Ř ̆м
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Ŷ0dBm ⱳ ̔

≠ қ Ạ ̆ 1 ̆ ⱳ 0dBm̆
LightBlue Ȃ 64 ץ Ȃ Ҋ

ᵝ Ȃ

4-6 ᵝ (0dBm)

4.4 设置高温模式
Ҋ ⌠ 85Ņ̆ ⌠ 105Ņ ̆

Ȃ Ҋ ̆ RW LFXODEBOUNCE ᵝ ṿ ⌠ 1
Ȃ

4-7 ᵝ (0dBm)

̔ ῒז ᴆ̆ ȁ ȁ ϭϬϱŅ ̆ ℗ ⌠

Ȃ

4.5 注意事项
1. ᶫ

ᶏ ᶫ ̆ ̆ ԍ

30mV̆ ᴪ Ҍ Ȃ Ḥ ᴪ
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第5章 生产指导

5.1 生产指南
ᶏ SMT ̆ ғ 24 ῤ ̆

↕ ̆ ᾧ Ҍ Ȃ

ῤ ̆ ∞ ̆

ᴆ Ҋ̔

̔125Ņ¤5Ņ̕
ҹ 130Ņ̕

ᴆҊ‛ <36Ņ , ץ SMT ̕

3ҩ ̆ ≢ ֟ ̆ ҹ PCB ̆

3ҩ ᴪ ̆ ȁ Ȃ

ҹԅ Ḡ ̆ 10%֟ ȁAOI ץ̆

Ḡ └ȁ ᴆ ȁ ̕

֟ῃ Ҭ ᵝ ᵬֲ ̕

5.2 模块在底板位置要求
ᵝ ԍ 0.02mm̆ ᾧ₮ ̆

ҍ Ȃ ᵝ 2mmץῤҌ
ῒז ᴆ̆ץḠ ḱȂ

5.3 钢网开口设计
҉ ↕҉ ῤ ᴆ ̆

῏ Ҋ ̔

ᵝ ⱴ ⌠ 0.15~0.20mm̆ ᾧ֟ Ȃ

5.4 回流焊作业指导
̔ ᵬҙ ӥֽ ᵬҙֽ̆ᶫ Ȃ
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第6章 产品包装

6.1 包装方式

6.2 料带尺寸

6.3 产品方向
̔

型号 包装方式 MOQ(PCS) 最小包装数量(PCS) 每箱卷盘数量

L-BTMSB97-G3PC4 卷带 6400 1280 5

L-BTMSB97-G0NN4 卷带 6400 1280 5

L-BTMSB97-G3PC4-01 卷带 6400 1280 5
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